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DESCRIPCION
Disipador de calor para enfriador de agua y dispositivo eléctrico
Campo

La presente solicitud se refiere al campo técnico de la disipacion de calor de dispositivos eléctricos y, en concreto, a
un disipador de calor para enfriador de agua. Otro objeto de la presente solicitud es proporcionar un dispositivo
eléctrico que incluya el disipador para enfriador de agua anterior.

Antecedentes

Para la disipacion de calor en un dispositivo de calentamiento, por lo general, se utilizan el enfriamiento natural y el
enfriamiento por aire. Sin embargo, para un dispositivo eléctrico con alta densidad de flujo de calor, el enfriamiento
por aire deja de cumplir con el requisito de disipar el calor, y se requiere un método de enfriamiento por liquido con
una capacidad de intercambio de calor relativamente importante para la disipacidn de calor.

Por ejemplo, el método de enfriamiento por liquido lo utiliza un controlador de vehiculo eléctrico, y una placa enfriada
por agua del controlador de vehiculo eléctrico, por lo general, esta disefiada con diferentes tamafios de aletas en una
cavidad para formar diferentes conductos de agua, de modo que el area de un diente sea lo mas grande posible y se
aumente el area de disipacion de calor de la placa enfriada por agua. Un disipador de calor enfriado por agua
convencional se forma mediante fundicién a presion. Sin embargo, debido a la limitacion del proceso de moldeo por
fundicién a presion, no se puede reducir el grosor de las aletas de disipacidn de calory la separacidn entre dientes se
reduce, 1o que también limita el area de disipaciéon de calor del diente y da como resultado una mala eficiencia de
disipacion de calor del disipador de calor enfriado por agua.

Por lo tanto, las personas expertas en la materia pretenden mejorar la eficiencia de disipacién de calor del disipador
de calor enfriado por agua.

El documento US 2015/008574 A1 divulga un dispositivo semiconductor que incluye un médulo semiconductor y un
enfriador para enfriar el médulo semiconductor. El enfriador tiene un sustrato que irradia calor, una pluralidad de aletas
fijadas al sustrato que irradia calor, y una carcasa que aloja las aletas. El sustrato que irradia calor y las aletas estan
integrados. En otra realizacion, la forma de la seccion transversal del sustrato de radiacion de calor que constituye el
enfriador tiene forma de L y, por lo tanto, se diferencia del sustrato de radiacion de calor del dispositivo semiconductor,
los extremos superiores de las paredes laterales de la carcasa y las porciones de extremo del sustrato de radiacion
de calor estan unidos de manera hermética a los liquidos a lo largo de las paredes laterales.

El documento CN 108 302 970 A divulga una placa de frio, que incluye una cubierta, una base y una estructura
tridimensional. La base tiene una pared lateral, y la pared lateral se extiende desde la base hacia el cuerpo de cubierta.
El cuerpo de cubierta y la base forman juntos una camara, lo que permite que el fluido de trabajo atraviese y elimine
la energia térmica transferida desde la fuente de calentamiento. La estructura tridimensional esta dispuesta en la
camara, un lado de la estructura tridimensional es un plano que se puede unir al lado interior de la base y el otro lado
de la estructura tridimensional son aletas.

Los documentos EP 0 717 440 B1 y EP 3 217 137 A1 divulgan dispositivos de disipacidén de calor que tienen aletas
de enfriamiento entrelazadas que se extienden desde superficies opuestas.

Sumario

Un objeto segun la presente solicitud es proporcionar un disipador de calor enfriado por agua, para asi mejorar la
eficiencia de disipacion de calor del disipador de calor enfriado por agua. Otro objeto segun la presente solicitud es
proporcionar un dispositivo eléctrico que incluya el disipador de calor enfriado por agua anterior.

Con el fin de lograr los objetos anteriores, se proporciona un disipador de calor enfriado por agua segun la presente
solicitud, que incluye una primera placa enfriada por agua y una placa de sellado; donde la primera placa enfriada por
agua incluye un primer sustrato enfriado por agua y multiples primeras aletas de disipacion de calor dispuestas en el
primer sustrato enfriado por agua, la placa de sellado incluye un sustrato de placa de sellado y multiples segundas
aletas de disipacion de calor dispuestas en el sustrato de placa de sellado y cada una dispuesta entre dos primeras
aletas de disipacion de calor, y el primer sustrato enfriado por agua se combina herméticamente con el sustrato de
placa de sellado para formar una cavidad enfriada por agua para alojar las multiples primeras aletas de disipacién de
calor y las multiples segundas aletas de disipaciéon de calor; el disipador de calor enfriado por agua incluye ademas
un primer componente conductor de calor con un extremo conectado al primer sustrato enfriado por agua y el otro
extremo conectado a las segundas aletas de disipacion de calor.

Preferentemente, el primer componente conductor de calor incluye un primer miembro de compresion elastico, un
primer extremo del primer miembro de compresion elastico esta conectado al primer sustrato enfriado por agua, y un
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segundo extremo del primer miembro de compresion elastico esta conectado a los extremos libres de las segundas
aletas de disipacién de calor.

Preferentemente, el primer componente conductor de calor incluye una primera placa conductora de calor conectada
al segundo extremo del primer miembro de compresion elastico, y el primer miembro de compresion elastico hace
tope contra las segundas aletas de disipacion de calor a través de la primera placa conductora de calor.

Preferentemente, el primer miembro de compresion elastico es un resorte y el segundo extremo del primer miembro
de compresion elastico es un plano conductor de calor que hace tope contra las primeras aletas de disipacién de calor.

Preferentemente, entre dos primeras aletas de disipacién de calor adyacentes se disponen varios primeros miembros
de compresidn elasticos.

Preferentemente, el primer componente conductor de calor es un primer pegamento conductor de calor introducido en
el fondo de ranura de las dos primeras aletas de disipacién de calor adyacentes.

Preferentemente, la placa de sellado es una segunda placa enfriada por agua, y el disipador de calor enfriado por
agua incluye ademas un segundo componente conductor de calor con un extremo conectado a las primeras aletas de
disipacion de calor y el otro extremo conectado al sustrato de placa de sellado.

Preferentemente, el segundo componente conductor de calor incluye un segundo miembro de compresion elastico, un
primer extremo del segundo miembro de compresion elastico estd conectado al sustrato de la placa de sellado, y un
segundo extremo del segundo miembro de compresion elastico esta conectado a los extremos libres de las primeras
aletas de disipacién de calor.

Preferentemente, el segundo componente conductor de calor incluye una segunda placa conductora de calor
conectada al segundo extremo del segundo miembro de compresion elastico, y el segundo miembro de compresion
elastico hace tope contra las primeras aletas de disipacion de calor a través de la segunda placa conductora de calor.

Preferentemente, el segundo miembro de compresion elastico es un resorte, y el segundo extremo del segundo
miembro de compresidn elastico es un plano conductor de calor que hace tope contra las primeras aletas de disipacion
de calor.

Preferentemente, entre dos primeras aletas de disipacidon de calor adyacentes se disponen varios segundos miembros
de compresidn elasticos.

Preferentemente, el segundo componente conductor de calor es un segundo pegamento conductor de calor
introducido en el fondo de ranura de las dos segundas aletas de disipacidon de calor adyacentes.

Preferentemente, la separaciéon entre las dos primeras aletas de disipacion de calor adyacentes es igual a la
separacion entre las dos segundas aletas de disipacion de calor adyacentes.

Preferentemente, las multiples primeras aletas de disipacion de calor y las multiples segundas aletas de disipacion de
calor estan dispuestas alternativamente en secuencia.

Preferentemente, la primera placa enfriada por agua y/o la placa de sellado tiene/tienen una estructura formada
integralmente.

Preferentemente, la primera placa enfriada por agua y/o la placa de sellado tiene/tienen una estructura de fundicién a
presion.

Un dispositivo eléctrico incluye un disipador de calor enfriado por agua y un médulo de generacion de calor dispuesto
en el disipador de calor enfriado por agua, y el disipador de calor enfriado por agua es el disipador de calor enfriado
por agua segun uno cualquiera de los anteriores.

Preferentemente, el dispositivo eléctrico es un controlador de vehiculo eléctrico.

En la solucién técnica anterior, el disipador de calor enfriado por agua segun la presente solicitud incluye la primera
placa enfriada por agua y la placa de sellado. La primera placa enfriada por agua incluye un primer sustrato enfriado
por agua y las primeras aletas de disipacion de calor dispuestas en el primer sustrato enfriado por agua. La placa de
sellado incluye el sustrato de placa de sellado y las segundas aletas de disipacion de calor dispuestas sobre el sustrato
de placa de sellado y, cada una de ellas, dispuesta entre dos primeras aletas de disipacion de calor, y el primer sustrato
enfriado por agua se combina herméticamente con el sustrato de placa de sellado para formar la cavidad enfriada por
agua que aloja las primeras aletas de disipacion de calor y las segundas aletas de disipacién de calor.

Como se puede ver a partir de la descripcidn anterior, en el disipador de calor enfriado por agua segun la presente
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solicitud, las segundas aletas de disipacidon de calor se proporcionan sobre el sustrato de placa de sellado para
aumentar el area de disipacion de calor general del disipador de calor enfriado por agua, mejorando asi la eficiencia
de disipacion de calor del disipador de calor enfriado por agua.

Breve descripcién de los dibujos

Para ilustrar mas claramente las realizaciones de la presente solicitud o las soluciones técnicas en la tecnologia
convencional, a continuacion, se describen brevemente los dibujos que han de usarse en la descripcién de las
realizaciones o de la tecnologia convencional. Aparentemente, los dibujos de la siguiente descripcion son solo algunas
realizaciones de la presente divulgacion. Para las personas expertas en la materia, se pueden obtener otros dibujos
en funcion de los dibujos proporcionados sin ningun trabajo creativo.

La figura 1 es un diagrama en seccidn estructural tridimensional de un disipador de calor enfriado por agua segun
una realizacion de la presente solicitud;

la figura 2 es un diagrama estructural tridimensional de un dispositivo eléctrico segun una realizacion de la presente
solicitud;

la figura 3 es un diagrama estructural esquematico de una primera placa enfriada por agua segun una realizacién
de la presente solicitud;

la figura 4 es un diagrama estructural esquematico de una placa de sellado segun una realizacién de la presente
solicitud;

la figura 5 es un diagrama estructural esquematico parcial de un primer disipador de calor enfriado por agua segun
una realizacion de la presente solicitud;

la figura 6 es un diagrama estructural tridimensional del primer disipador de calor enfriado por agua de la figura 5;

la figura es un diagrama estructural esquematico parcial de un segundo disipador de calor enfriado por agua segun
una realizacion de la presente solicitud;

la figura 8 es un diagrama estructural esquematico parcial de un tercer disipador de calor enfriado por agua segun
una realizacion de la presente solicitud;

la figura 9 es un diagrama estructural esquematico parcial de un cuarto disipador de calor enfriado por agua segun
una realizacion de la presente solicitud;

la figura 10 es un diagrama estructural esquematico parcial de un quinto disipador de calor enfriado por agua segun
una realizacion de la presente solicitud.
Numeros de referencia de las figuras 1-10;
primera placa enfriada por agua,; 1-1 primer sustrato enfriado por agua;
-2 cavidad enfriada por agua; 1-3  primera aleta de disipacion de calor,
placa de sellado; 2-1 sustrato de placa de sellado;
segunda aleta de disipacién de calor; 3 méddulo de generacion de calor;
5
7

primer miembro de compresion elastico; primer pegamento conductor de calor;
segundo pegamento conductor de calor; segundo miembro de compresion elastico.

O#I}JNAA
N

Descripcién detallada de las realizaciones

Un nucleo de la presente solicitud es proporcionar un disipador de calor enfriado por agua, para asi mejorar la eficiencia
de disipacién de calor del disipador de calor enfriado por agua. Otro objeto segun la presente solicitud es proporcionar
un dispositivo eléctrico que incluya el disipador de calor enfriado por agua anterior.

Para permitir que las personas expertas en la materia comprendan mejor las soluciones técnicas de la presente
solicitud, a continuacion, se describira en detalle la presente solicitud con referencia a los dibujos adjuntos y a las
realizaciones.

Se hace referencia a las figuras 1-10.

En una realizacion especifica, el disipador de calor enfriado por agua segun una realizacion de la presente solicitud
incluye una primera placa enfriada por agua 1 y una placa de sellado 2. Especificamente, segun sea necesario, una
entrada de agua y una salida de agua pueden estar dispuestas en posiciones correspondientes de la primera placa
enfriada por agua 1y la placa de sellado 2, hecho que no esta limitado en la presente solicitud.
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La primera placa enfriada por agua 1 incluye un primer sustrato enfriado por agua 1-1 y varias primeras aletas de
disipacion de calor 1-3 dispuestas en el primer sustrato enfriado por agua 1-1. Especificamente, las primeras aletas
de disipacion de calor 1-3 pueden tener una estructura de placa plana o una estructura curvada o similar. Las primeras
aletas de disipacién de calor 1-3 pueden montarse sobre el primer sustrato enfriado por agua 1-1 mediante encolado,
soldadura o similares. Preferentemente, cualesquiera dos primeras aletas de disipacion de calor adyacentes 1-3 tienen
la misma separacion.

La placa de sellado 2 incluye un sustrato de placa de sellado 2-1 y varias segundas aletas de disipacion de calor 2-2
dispuestas sobre el sustrato de placa de sellado 2-1 y cada una dispuesta entre dos primeras aletas de disipacion de
calor 1-3, proporcionandose una segunda aleta de disipacion de calor 2-2 entre las dos primeras aletas de disipacion
de calor 1-3. Especificamente, las segundas aletas de disipacion de calor 2-2 pueden tener una estructura de placa
plana o una estructura curvada o similar. Las segundas aletas de disipacion de calor 2-2 pueden montarse en el primer
sustrato enfriado por agua 1-1 mediante encolado, soldadura o similares. Preferentemente, cualesquiera dos segundas
aletas de disipacién de calor adyacentes 2-2 tienen la misma separacion.

Como se muestra en la figura 5, preferentemente, las primeras aletas de disipacion de calor 1-3 y las segundas aletas
de disipacion de calor 2-2 estan dispuestas alternativamente en secuencia. Es decir, se proporciona una segunda
aleta de disipacién de calor 2-2 entre las dos primeras aletas de disipacion de calor 1-3 adyacentes.

Para mejorar la eficiencia del conjunto, preferentemente, la primera placa enfriada por agua 1 y/o la placa de sellado
2 tieneftienen una estructura formada integralmente. Especificamente, la primera placa enfriada por agua 1 y/o la placa
de sellado 2 tieneftienen una estructura de fundicion a presién. La primera placa enfriada por agua 1 y la placa de
sellado 2 tienen una estructura de fundicion a presion y pueden ser ambas un miembro de aluminio.

Especificamente, para mejorar la uniformidad de la disipacién de calor, preferentemente, la separacion entre las dos
primeras aletas de disipacion de calor adyacentes 1-3 es igual a la separacion entre las dos segundas aletas de
disipacion de calor adyacentes 2-2.

La primera placa enfriada por agua 1 y la placa de sellado 2 se forman mediante fundicion a presion, de modo que el
problema de la disipacion de calor enfriada por agua con grandes pérdidas se resuelva a un coste reducido, lo que
mejora de manera efectiva la capacidad de disipacion de calor del sistema enfriado por agua, reduce el coste y tiene
una gran viabilidad.

El primer sustrato enfriado por agua 1-1 se combina herméticamente con el sustrato de placa de sellado 2-1 para
formar una cavidad enfriada por agua 1-2 para alojar las primeras aletas de disipacién de calor 1-3 y las segundas
aletas de disipacién de calor 2-2. Especificamente, la cavidad enfriada por agua 1-2 puede proporcionarse en una
estructura de ranura sobre el primer sustrato enfriado por agua 1-1.

Especificamente, un médulo de generacion de calor 3 esta unido al exterior del primer sustrato enfriado por agua 1-1
y el calor del médulo de generacidn de calor 3 se elimina gracias al agua que fluye en la cavidad enfriada por agua 1-
2. Especificamente, las primeras aletas de disipacion de calor 1-3 se forman mediante fundicidén a presion sobre el
primer sustrato enfriado por agua 1-1 y las segundas aletas de disipacidén de calor 2-2 correspondientes se forman
mediante fundicion a presidn sobre la placa de sellado 2, de modo que la primera placa enfriada por agua 1y la placa
de sellado 2 puedan montarse juntas en una posicion escalonada para formar la cavidad enfriada por agua 1-2. Sobre
esta base, puede duplicarse el area de disipacion de calor de las aletas, mejorando asi eficazmente la eficiencia de
disipacion de calor del disipador de calor enfriado por agua.

Debido a los errores de montaje y procesamiento de |la primera placa enfriada por agua 1 y la placa de sellado 2, las
segundas aletas de disipacion de calor 2-2 pueden no encajar de forma justa en el primer sustrato enfriado por agua
1-1. Preferentemente, el disipador de calor enfriado por agua incluye ademas un primer componente conductor de
calor con un extremo conectado al primer sustrato enfriado por agua 1-1 y el otro extremo conectado a las segundas
aletas de disipacion de calor 2-2. Para facilitar el montaje y desmontaje, preferentemente, uno del primer sustrato
enfriado por agua 1-1 y la segunda aleta de disipacion de calor 2-2 esta conectado de manera fija al primer componente
conductor de calor, y el otro del primer sustrato enfriado por agua 1-1 y la segunda aleta de disipacion de calor 2-2
hace tope contra el primer componente conductor de calor. Especificamente, el primer componente conductor de calor
estd hecho de un material con una conductividad térmica relativamente alta.

Como se muestra en la figura 7, el primer componente conductor de calor incluye un primer miembro de compresion
elastico 4, un primer extremo del primer miembro de compresidn elastico 4 esta conectado al primer sustrato enfriado
por agua 1-1, y un segundo extremo del primer miembro de compresion elastico 4 esta conectado a los extremos libres
de las segundas aletas de disipacion de calor 2-2.

Especificamente, el primer miembro de compresién elastico 4 puede ser un resorte. Para mejorar la eficiencia de
conduccion térmica, preferentemente, el segundo extremo del primer miembro de compresidn elastico 4 es un plano
conductor de calor que hace tope contra las segundas aletas de disipacion de calor 2-2. Es decir, el tipo de resorte
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puede ser un resorte plano con el fin de aumentar el area de contacto entre las segundas aletas de disipacién de calor
2-2 y el primer sustrato enfriado por agua 1-1.

Preferentemente, el primer componente conductor de calor incluye una primera placa conductora de calor conectada
al segundo extremo del primer miembro de compresion elastico 4, y el primer miembro de compresion elastico 4 hace
tope contra las segundas aletas de disipacion de calor 2-2 a través de la primera placa conductora de calor. Al
proporcionar la primera placa conductora de calor, por un lado, el drea de conduccién de calor aumenta y, por otro
lado, el primer componente conductor de calor esta en contacto estable con la segunda aleta de disipacién de calor 2-
2.

Especificamente, el primer miembro de compresion elastico 4 puede montarse mediante soldadura, encolado,
engastado, ajuste por interferencia, etc., y el material de resorte puede estar hecho de metal con una conductividad
térmica relativamente alta que sea capaz de mejorar el efecto de disipacion de calor de las segundas aletas de
disipacion de calor 2-2.

Para mejorar aun mas el efecto de conduccién térmica, preferentemente, los diversos primeros miembros de
compresion elasticos 4 se disponen entre las dos primeras aletas de disipacion de calor 1-3 adyacentes.
Especificamente, cualesquiera dos primeros miembros de compresion elasticos 4 adyacentes de la misma fila tienen
la misma separacion.

Como se muestra en la figura 8, en otra realizacion, el primer componente conductor de calor es un primer pegamento
conductorde calor 5 introducido en el fondo de ranura de las dos primeras aletas de disipacion de calor 1-3 adyacentes.
Especificamente, el primer pegamento conductor de calor 5 es un pegamento conductor de calor con una
conductividad térmica relativamente alta. Especificamente, la segunda aleta de disipacion de calor 2-2 puede
conectarse al primer sustrato enfriado por agua 1-1 a través del primer pegamento conductor de calor 5.

En caso de que los modulos de generacion de calor 3 estén montados en dos lados del disipador de calor enfriado
por agua, preferentemente, la placa de sellado 2 se emplea como una segunda placa enfriada por agua, el sustrato
de placa de sellado 2-1 se usa como un segundo sustrato enfriado por agua, y el disipador de calor enfriado por agua
incluye ademas un segundo componente conductor de calor con un extremo conectado a la primera aleta de disipacion
de calor 1-3 y el otro extremo conectado al sustrato de placa de sellado 2-1. Al proporcionar el segundo componente
conductor de calor, el calor del modulo de generacion de calor 3 sobre la segunda placa enfriada por agua puede
extraerse lo antes posible.

Para facilitar el montaje y desmontaje, preferentemente, uno del sustrato de placa de sellado 2-1 y la primera aleta de
disipacion de calor 1-3 esta conectado de manera fija al segundo componente conductor de calor, y el otro del sustrato
de placa de sellado 2-1y la primera aleta de disipacion de calor 1-3 hace tope contra el segundo componente conductor
de calor. Especificamente, el segundo componente conductor de calor esta hecho de material con una conductividad
térmica relativamente alta.

Como se muestra en la figura 10, especificamente, el segundo componente conductor de calor incluye un segundo
miembro de compresion elastico 7, un primer extremo del segundo miembro de compresion elastico 7 esta conectado
al sustrato de placa de sellado 2-1, y un segundo extremo del segundo miembro de compresién elastico 7 esta
conectado a los extremos libres de las primeras aletas de disipacion de calor 1-3.

Especificamente, el segundo miembro de compresion elastico 7 puede ser un resorte. Para mejorar la eficiencia de
conduccion térmica, preferentemente, el segundo extremo del segundo miembro de compresion elastico 7 es un plano
conductor de calor que se hace tope contra las primeras aletas de disipacion de calor 1-3. Es decir, el tipo de resorte
puede ser un resorte plano para aumentar un area de contacto entre las primeras aletas de disipacion de calor 1-3 y
el sustrato de placa de sellado 2-1.

Especificamente, el segundo miembro de compresion elastico 7 puede montarse mediante soldadura, encolado,
engastado, ajuste por interferencia, etc., y el material de resorte puede estar hecho de metal con una conductividad
térmica relativamente alta que sea capaz de mejorar el efecto de disipacion de calor de las primeras aletas de
disipacioén de calor 1-3.

En una realizacion, el segundo componente conductor de calor incluye una segunda placa conductora de calor
conectada al segundo extremo del segundo miembro de compresion elastico 7, y el segundo miembro de compresion
elastico 7 hace tope contra la primera aleta de disipacion de calor 1-3 a través de la segunda placa conductora de
calor. Al proporcionar la segunda placa conductora de calor, por un lado, el area de conduccién de calor aumenta y,
por otro lado, el segundo componente conductor de calor esta en contacto estable con las primeras aletas de disipacion
de calor 1-3.

Para mejorar aun mas el efecto de conduccion térmica, preferentemente, los diversos segundos miembros de
compresion elasticos 7 estan dispuestos entre las dos segundas aletas de disipacion de calor adyacentes.
Especificamente, cualesquiera dos segundos miembros de compresion elasticos 7 adyacentes de la misma fila tienen
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la misma separacion.

Como se muestra en la figura 9. En otra realizacion, el segundo componente conductor de calor es un segundo
pegamento conductor de calor 6 introducido en el fondo de ranura de las dos segundas aletas de disipacion de calor
adyacentes 2-2. Especificamente, el segundo pegamento conductor de calor 6 es un pegamento conductor de calor
con una conductividad térmica relativamente alta. Especificamente, las primeras aletas de disipacion de calor 1-3
pueden conectarse al sustrato de placa de sellado 2-1 a través del segundo pegamento conductor de calor 6.

Un dispositivo eléctrico de acuerdo con la presente solicitud incluye un disipador de calor enfriado por agua y un
médulo de generacién de calor 3 dispuesto sobre el disipador de calor enfriado por agua, y el disipador de calor
enfriado por agua es el disipador de calor enfriado por agua segun uno cualquiera de los anteriores. Especificamente,
el dispositivo eléctrico es un controlador de vehiculo eléctrico, o el dispositivo eléctrico puede ser otra estructura de
dispositivo eléctrico. La estructura especifica del disipador de calor enfriado por agua se ha descrito con anterioridad.
Y esta solicitud incluye el disipador de calor enfriado por agua anterior, que también presenta los efectos técnicos
anteriores.

Las realizaciones anteriores se describen de manera progresiva. Cada una de las realizaciones se centra
principalmente en describir sus diferencias con respecto a otras realizaciones, y se puede hacer referencia entre estas
realizaciones con respecto a partes iguales o similares.

La ilustracion anterior de las realizaciones divulgadas puede permitir que las personas expertas en la materia
implementen o0 usen la presente solicitud. Para las personas expertas en la materia son evidentes las diversas
modificaciones de las realizaciones y el principio general del presente documento se puede implementar en otras
realizaciones sin alejarse del alcance de la presente solicitud. Por lo tanto, la presente solicitud no se limita a estas
realizaciones descritas en el presente documento, sino que debe ser acorde al alcance mas amplio coherente con el
principio y las caracteristicas novedosas divulgadas en el presente documento siempre que se encuentren dentro de
los limites definidos por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un disipador de calor enfriado por agua, que comprende una primera placa enfriada por agua (1) y una placa de
sellado (2); en donde

la primera placa enfriada por agua (1) comprende un primer sustrato enfriado por agua (1-1) y una pluralidad de
primeras aletas de disipacion de calor (1-3) dispuestas sobre el primer sustrato enfriado por agua (1-1); y

la placa de sellado (2) comprende un sustrato de placa de sellado (2-1) y una pluralidad de segundas aletas de
disipacién de calor (2-2) dispuestas sobre el sustrato de placa de sellado (2-1) y cada una dispuesta entre dos de
la pluralidad de primeras aletas de disipacion de calor (1-3), y el primer sustrato enfriado por agua (1-1) se combina
herméticamente con el sustrato de placa de sellado (2-2) para formar una cavidad enfriada por agua (1-2) para
alojar la pluralidad de primeras aletas de disipacion de calor (1-3) y la pluralidad de segundas aletas de disipacion
de calor (2-2); caracterizado por que,

el disipador de calor enfriado por agua comprende ademas un primer componente conductor de calor con un
extremo conectado al primer sustrato enfriado por agua (1-1) y el otro extremo conectado a las segundas aletas
de disipacion de calor (2-2).

2. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 1, en donde el primer componente conductor de calor
comprende un primer miembro de compresion elastico (4), un primer extremo del primer miembro de compresion
elastico (4) esta conectado al primer sustrato enfriado por agua (1-1), y un segundo extremo del primer miembro de
compresidn elastico (4) esta conectado a los extremos libres de las segundas aletas de disipacién de calor (2-2).

3. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacién 2, en donde el primer componente conductor de calor
comprende una primera placa conductora de calor conectada al segundo extremo del primer miembro de compresion
elastico (4), y el primer miembro de compresion elastico (4) hace tope contra las segundas aletas de disipacion de
calor (2-2) a través de la primera placa conductora de calor.

4. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicaciéon 2, en donde el primer miembro de compresion elastico
(4) es un resorte, y el segundo extremo del primer miembro de compresién elastico (4) es un plano conductor de calor
que hace tope contra las primeras aletas de disipacion de calor (1-3).

5. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 2, en donde una pluralidad de primeros miembros de
compresion elasticos (4) esta dispuesta entre dos primeras aletas de disipacion de calor (1-3) adyacentes.

6. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 1, en donde el primer componente conductor de calor
es un primer pegamento conductor de calor (5) introducido el fondo de ranura de las dos primeras aletas de disipacion
de calor (1-3) adyacentes.

7. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 1, en donde la placa de sellado (2) es una segunda
placa enfriada por agua, y el disipador de calor enfriado por agua comprende un segundo componente conductor de
calor con un extremo conectado a las primeras aletas de disipacion de calor (1-3) y el otro extremo conectado al
sustrato de placa de sellado (2-1).

8. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacién 7, en donde el segundo componente conductor de
calor comprende un segundo miembro de compresion elastico (7), un primer extremo del segundo miembro de
compresion elastico (7) esta conectado al sustrato de placa de sellado (2-1) y un segundo extremo del segundo
miembro de compresion elastico (7) esta conectado a los extremos libres de las primeras aletas de disipacién de calor
(1-3).

9. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacién 8, en donde el segundo componente conductor de
calor comprende una segunda placa conductora de calor conectada al segundo extremo del segundo miembro de
compresién elastico (7), y el segundo miembro de compresion elastico (7) hace tope contra las primeras aletas de
disipacion de calor (1-3) a través de la segunda placa conductora de calor.

10. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 9, en donde el segundo miembro de compresion
elastico (7) es un resorte, y el segundo extremo del segundo miembro de compresion elastico (7) es un plano conductor
de calor que hace tope contra las primeras aletas de disipacion de calor (1-3).

11. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacién 8, en donde una pluralidad de segundos miembros
de compresiodn elasticos (7) esta dispuesta entre dos segundas aletas de disipacion de calor adyacentes.

12. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 7, en donde el segundo componente conductor de
calor es un segundo pegamento conductor de calor (6) introducido en el fondo de ranura de las dos segundas aletas
de disipacion de calor (2-2) adyacentes.

13. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacién 1, en donde la separacién entre las dos primeras
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aletas de disipacion de calor (1-3) adyacentes es igual a la separacion entre las dos segundas aletas de disipacion de
calor (2-2) adyacentes.

14. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacion 1, en donde la pluralidad de primeras aletas de
disipacion de calor (1-3) y la pluralidad de segundas aletas de disipacion de calor (2-2) estan dispuestas
alternativamente en secuencia.

15. El disipador de calor enfriado por agua segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde la primera
placa enfriada por agua (1) y/o la placa de sellado (2) tieneftienen una estructura formada integralmente.

16. El disipador de calor enfriado por agua segun la reivindicacién 15, en donde la primera placa enfriada por agua (1)
y/o la placa de sellado (2) tiene/tienen una estructura de fundicion a presion.

17. Un dispositivo eléctrico, que comprende un disipador de calor enfriado por agua y un médulo de generacion de
calor (3) dispuesto sobre el disipador de calor enfriado por agua, en donde el disipador de calor enfriado por agua es
el disipador de calor enfriado por agua segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16.

18. El dispositivo eléctrico segun la reivindicacion 17, en donde el dispositivo eléctrico es un controlador de vehiculo
eléctrico.



ES 2 966 071 T3

.'_.,-h——..» et

eSS

1

PR T

e

R

e >
A
«;‘:ﬁ\:\\\\s R
AT ‘: 3
ag.s\-aw s Kﬁ“\m\\vﬂ ]
== .aq\«\-w\ Pty Ee
RESToN —.ou-a»w«m\w.— S A,
AT T w""
SRS fgw.,&“w__,.nﬁ\“\\“\ e SR
N \u_\,_..—-e—“ = ]
N = ,g}&*}
""““*"“"’“}3&.‘.‘?‘ > m“;::;,

AR P S
S
Mﬁﬂn NI

R A e S0y

o
T
s e T e
o R

ol

ow‘\ww‘
i
W“““'}}Eff: oy
N .,-Hv.« )

SRR
Ry
3&9‘0‘:\)& R AR A
nm\m&'?‘m:‘u

7 o ‘::_.»v.
e

e
= -..n.w““:ex,\“,

W\«
.;p‘.\e\wv«w SRR
W =55 R T e
e x““,.w“’“‘.,.»“:’“\w“ o
“""—4\5{\‘\\\\ v(.ﬁ\f:\::\\w\\‘o \~é‘“‘§)\x‘\¥‘ 3
SRy e
—u.»\\\\ AN

T
SRR T
eI A e
RN :_.3:5-»\\-&\«
e SEC i

”‘\“““““&r{k\“.»
- - »“-‘M‘.“.‘.».“.
e YN -W.L

SEUURUCONN o

o T R

&\mga-ﬂ-‘ " M \“\-a&
5 T

e
\\\%\*ﬁﬂl); \\\\M\
SR ey ..v.»“ e
el ST ~:§
RS
SRS

m“.. S

Z --u:.wa\{s«x o
e ST
T 5 >
Ry ST 3 M\
(..m\- vs‘wa\\\uww\q\& e T
ot S .‘.,..»,.‘“m e M&
SR ‘;;\u-as\\m\\m -s«x\n«\\w oot N
R o
RS et

\:xf

SRS
*:.-:znﬁw.«,w,cfg
e “\_\:\:_Wi\w 3

et \wwm A -

e 7
RERSNS \..*‘*m‘:ﬁ?é‘“‘\"!’.“x&?:\.‘?. A
M lasRe s SH e e N
|
v 3
Lt RN RO e ol
et - :
B —— ws5~\s\w\~.=f—:‘w\s\v\b“ﬂ\\\\taf-s!—'xw\‘»“wt\.“ T Ry

Figura 1

10



ES 2966 071 T3

L. N

Figura 2

11



ES 2966 071 T3

]

o

e

aanacansnas

I T A A A A A A A AT A A o
R R R O e \\\\vx\\\«“m\
T I IR R R I ™ §
N A T S R R R R R R R R R R e
: = .
g x <
. “Nx_:
= . .
o
=
e w ~ AR AR AR 3

P R R R R R R R R o
LV AR NP AN AR RVRERIRRRRR
s

AR A A A AL U A A LA A AL A AR LU AT LA A LA ALY
\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\wW\\\\\\\\\v\w\\\\u\wwwm\www@

Figura 4

12



ES 2966 071 T3

i3
3
ANARRRAANAAY st

Figura 6

13



ES 2966 071 T3

3

N
N 1 OV
I3
§
N 1
\(\ X
S N
el 8
-85
%
I 3
- <
3
33
L, ;
e A ]
N )
e Y
N.\H 3N
. B
¢
"~
~ 3
R
3 o
i3
%
\»\_A\ ¥
, e k)
o ARPATTIRA AT AR
N

3 3

Figura 7

14

P

2-2
LAl
—



ES 2966 071 T3

1=1 g,
‘*\_‘“— [y _'i
£ &,ﬂw’v '2 -
— -
12 b
. e -
22
L
.v""
N’_,.V
R .
. 2-1
.»"E"f
w‘ff‘*
A
-3 / 09
b e I o ek Kt
™ o
o
o
T
T
P
..v‘-"h
A
¢ &
£ //
%
&
5
,,,,,,,,, A
&

Figura 9

15



ES 2966 071 T3

e -
.-*“J
,f"r‘? d
el
¥
2 - 2
-
= o
T >
e
.-"-‘-
-

\

Figura 10

16



	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - DESCRIPTION
	Page 7 - DESCRIPTION
	Page 8 - CLAIMS
	Page 9 - CLAIMS
	Page 10 - DRAWINGS
	Page 11 - DRAWINGS
	Page 12 - DRAWINGS
	Page 13 - DRAWINGS
	Page 14 - DRAWINGS
	Page 15 - DRAWINGS
	Page 16 - DRAWINGS

